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北京国标联合认证有限公司ISC-A-I-08计量要求导出和计量验证记录表（07版）

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

[bookmark: 合同编号]编号：0807-2022
计量要求导出和计量验证记录表
	测量过程名称
	[bookmark: _Hlk106356051]硅片厚度检测过程
	被测参数要求(含公差)
	硅片厚度：
175（-10~+20）μm

	被测参数要求识别依据文件
	3-FN-RD-223《技术文件》

	计量要求导出方法（可另附）
1、测量参数公差范围：Ｔ=30μm
2、测量设备的最大允许误差：△允≤Ｔ××1/3=30/3=10μm

3、测量设备校准不确定度推导：μm     （Cp值取1.1）
4、被测参数测量范围：硅片厚度尺寸为（165-195）μm，选用分选机：（0~300）μm。

	计量校准过程
	测量设备名称/编号
	型号规格
	主要计量特性
(最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)
	检定证书编号
	检定日期

	
	分选机
014
	H6
(0-300)μm
	±1μm
	/
	/

	
	1级标准片
	/
	209.3μm±0.16μm
	202002111620
	2020.02.11
（有效期五年）

	计量验证记录
1、测量设备分选机，测量范围 ：（0~300）μm，满足计量要求范围：（165-195）μm 。
2、测量设备分选机自带测量软件，其最大允许误差±1μm是用1级标准片进行校对调试得到，满足测量设备导出最大允差 10μm 。
3、1级标准片由德国E+H计量有限公司出具校准证书，证书给出标准片厚度209.3μm，最大误差±0.16μm，满足测量设备最大允许误差±1μm要求。
测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。
验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）
[image: ]
验证人员签字：                                             验证日期： 2022 年03 月20 日

	认证审核记录：
1． 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；
2． 计量要求导出方法正确；
3． 测量设备的配备满足计量要求；
4． 测量设备经过检定，结论合格；
5． 测量设备验证正确。
[image: 签名]
审核员签名：

[image: ]
企业代表签字：                                               审核日期：2022 年 06 月 17 日
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